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Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie informacji o szczegółowych kryteriach osiągów sztywnych płyt drukowanych.
Specyfikacja zastępuje IPC-6012B i została opracowana jako kolejna rewizja tego dokumentu. Informacje tutaj zawarte
są także uzupełnieniem do ogólnych wymagań określonych w IPC-6011. Kiedy są używane razem, te dokumenty powinny
doprowadzić użytkownika i producenta do jednolitych warunków dopuszczenia produktów.

Strategią dokumentacji IPC jest dostarczanie różnych dokumentów, które skupiają się na specyficznych aspektach kwestii
związanych z elektroniką. Z tego względu, zestawy dokumentów są używane do dostarczenia kompletnych informacji
związanych z konkretnym zagadnieniem z elektroniki. Zestaw dokumentów jest identyfikowany przez liczbę czterocyfrową,
która kończy się zerem (0) (np. IPC-6010).

Zestaw zawiera ogólne informacje, które są umieszczone w pierwszym dokumencie zestawu. Ogólne specyfikacje są
uzupełniane przez jedną lub wiele dokumentów osiągów, z których każdy koncentruje się na specyficznym aspekcie
zagadnienia lub wybranej technologii.

Brak wszystkich dostępnych informacji przed wytworzeniem płyty może skutkować konfliktem w określeniu dopuszczenia.

Wraz ze zmianami w technologii specyfikacja osiągów będzie aktualizowana lub zostanie dodana nowa specyfikacja
konkretnego zagadnienia do zestawu dokumentów. IPC zaprasza do wprowadzania informacji do dokumentacji w
celu poprawy skuteczności oraz zachęca użytkowników do odpowiedzi poprzez wypełnienie formularzy “Sugestie
dla Ulepszenia”, które są zamieszczone na końcu każdego dokumentu.
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Specyfikacja Zdolności i Osiągów
dla Sztywnych Płyt Drukowanych

1 ZAKRES

1.1 Definicja Zakresu �iniejsza specyfikacja ustanawia i definiuje wymagania zdolności i osiągów dla wytwarzania
sztywnych płyt drukowanych.

1.2 Cel Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie wymagań dla zdolności i osiągów sztywnych płyt drukowanych
opierających się na następujących konstrukcjach i/lub technologiach:

v Jednostronne, dwustronne płyty drukowane z otworami lub bez otworów metalizowanych (PTH).
vWielowarstwowe płyty drukowane z otworami PTH, z lub bez zakrytych/ ślepych otworów przelotowych połączeń

międzywarstwowych.
vWielowarstwowe płyty drukowane zawierające warstwy Połączeń Wysokiej Gęstości (HDI) zgodne z IPC-6016.
vCzynne płyty drukowane wbudowanych obwodów pasywnych z rozdzielającymi płaszczyznami pojemnościowymi i/lub

komponentami pojemnościowymi lub oporowymi.
v Płyty drukowane z metalowym rdzeniem z lub bez zewnętrznej metalowej ramki termicznej, które mogą być czynne lub

pasywne.

1.2.1 Dokumentacja Dodatkowa IPC-A-600, która zawiera rysunki, ilustracje i fotografie, które mogą pomóc w
wizualizacji dopuszczalnych / niezgodnych stanów dostrzegalnych zewnętrznie i wewnętrznie, może być użyta w
połączeniu z tą specyfikacją dla lepszego, całkowitego zrozumienia zaleceń i wymagań.

1.3 Klasyfikacja Osiągów i Typu

1.3.1 Klasyfikacja �iniejsza specyfikacja ustanawia kryteria dopuszczenia dla klasyfikacji osiągów sztywnych płyt
drukowanych opierając się na wymaganiach klienta i/lub końcowego użytkownika. Płyty drukowane są klasyfikowane
według trzech głównych Klas Osiągów zdefiniowanych w IPC-6011.

1.3.1.1 Odstępstwa od Wymagania Wymagania, które są odstępstwem od niniejszych klasyfikacji powinny być
uzgodnione pomiędzy użytkownikiem i dostawcą.

1.3.1.2 Odstępstwa Awioniki Kosmicznej i Militarnej Odstępstwa klasyfikacji osiągów Awioniki Kosmicznej i Militarnej
są zdefiniowane i wymienione w Dodatku A niniejszej specyfikacji. Odnoszą się one ogólnie do Klasy 3/A.

1.3.2 Typ Płyty Drukowanej Płyty drukowane bez otworów metalizowanych PTH (Typ 1) i z otworami metalizowanymi
PTH (Typy 2–6) są klasyfikowane jak następuje:

Typ 1—Jednostronna Płyta Drukowana

Typ 2—Dwustronna Płyta Drukowana

Typ 3—Wielowarstwowa Płyta Drukowana bez ślepych lub zakrytych otworów przelotowych

Typ 4—Wielowarstwowa Płyta Drukowana ze ślepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi

Typ 5—Wielowarstwowa Płyta Drukowana z rdzeniem metalowym bez ślepych lub zakrytych otworów przelotowych

Typ 6—Wielowarstwowa Płyta Drukowana z rdzeniem metalowym ze ślepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi
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